
产品型号 S1A-BM1688 主控型号 BM1688 测试日期

硬件版本 存储配置

操作系统
Ubuntu

22.04.5 LTS
测试固件

查看内存：

EMMC：

压测运行截图：

CPU核心温度 73°C

测试截图

执行命令 串口工具运行压测脚本，接网线ssh查看cpu温度

执行开始时间：2025/8/18 18:00
记录数据时间：2025/8/19  18:00
持续测试时间：24小时
环境温度：60°C
CPU温度：73°C
测试项目：CPU满载
测试结果：PASS
DDR：free -h
EMMC：df -h
测试命令：
CPU温度：
cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp
压测（linux系统）：
串口连接后联网执行以下命令
sudo apt update
sudo apt install stress
stress --cpu 4 --io 4 --vm 4 --vm-bytes 128M
安卓：安装Stability Test.apk运行压测48H,确认系统正常运行
安卓系统运行性能老化：
安装StabilityTest 2.7运行CLASSIC STABILITY TEST
老化24h后在adb输入：cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp查看CPU核心温度

高温老化时间段 2025/8/18-2025/8/19

顶壳表面温度 65.2°C 底壳表面温度 63.4°C

海格森科技有限公司
基本配置

2025/8/18-2025/8/19

S1A-BM1688 DDR：2G/EMMC：16G

S1A-BM1688-8G



CPU温度：

整机顶部和底部表面温度温度：



高温环境：

高温箱温度：


